
 

 

 

 

डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना 
भाित के सेमीकंिक्टि डिजाइन इकोससस्टम को बढावा 

4 जनविी, 2026 

मुख्य बातें  
• सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन मुख्य मूल्य चालक है, जो मूल्य वधधन में 50 प्रततशत तक, सामग्री सूची [बबल 

ऑफ मटीरियल्स (बीओएम)] की लागत में 20–50 प्रततशत और फैबलेस सेगमेंट के जररए वैश्ववक स्ति 
पि सेमीकंिक्टि की बबक्री में 30–35 प्रततशत का योगदान देता है। 

• सेमीकॉन इंडिया कायधक्रम के तहत इलेक्रॉतनक्स औि सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की 
डिजाइन आधारित प्रोत्साहन (िीएलआई) योजना का उद्देश्य एक आत्मतनभधि औि वैश्ववक स्ति पि 
प्रततस्पधी गचप डिजाइन इकोससस्टम बनाना है। 

• 24 िीएलआई-समगथधत गचप डिजाइन परियोजनाए ं वीडडयो सर्विलांस, ड्रोन डडटेक्शन, एनजी मीटररगं, 
माइक्रोप्रोसेसर, सैटेलाइट कम्यूननकेशन और आईओटी एसओसी सहहत िणनीततक क्षेत्रों को लक्षित करती 
हैं। 

• िीएलआई-समगथधत परियोजनाएं तजेी से बढ िही हैं, जजनमें 16 टेप-आउट, 6 एएसआईसी गचप, 10 पेटेंट, 
1,000 से अगधक इंजीतनयि काम कि िहे हैं और 3 गुना से अगधक तनजी तनवेश का सदपुयोग ककया गया 
है। 

भूसमका  

भारत सेमीकंडक्टर से जुडी अपनी महत्वाकांिाओं को तेजी से आगे बढा रहा है। वह सेमीकंडक्टर चिप को 
स्वास््य सेवा, पररवहन, संिार, रिा, अतंररि और उभरते डडजजटल बुननयादी ढांिे के ललए अहम मानता है। 
तेजी से बढते डडजजटलीकरण एवं स्विालन की पषृ्ठभूलम में, वैजश्वक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की मांग  
तेजी से बढ रही है। इसके जवाब में, भारत सरकार सेमीकॉन इंडिया कायधक्रम और इंडिया सेमीकंिक्टि समशन 
(आईएसएम) के जररए, घरेलू सेमीकंडक्टर इकोलसस्टम और आपूनति श्ृंखला को मजबूत कर रही है। िूंकक  
सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्िररगं कुछ ही जगहों में सीलमत है, पररणामस्वरूप वैजश्वक आपूनति श्ृंखला बेहद नाजुक 
और व्यवधानों की दृजष्ट से संवदेनशील हो जाती हैं। यह जस्िनत वैजश्वक मैन्यफैूक्िररगं आधार में र्वर्वधता 



लाने की तत्काल जरूरत को रेखांककत करती है, जजसमें भारत वैजश्वक स्तर पर सेमीकंडक्टर के िेत्र में एक 
रणनीनतक एवं भरोसेमंद भागीदार के रूप में तेजी स ेउभर रहा है। 
 

  

 क्या आप जानते हैं: फैबलेस गचप डिजाइन सेमीकंिक्टि आपूततध श्रंखला का मुख्य आधाि है 
 

इलेक्रॉननक्स मूल्य श्ृंखला में, फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपननयों का रणनीनतक मूल्य सबसे अचधक होता है क्योंकक वे 
ऐसे चिप डडजाइन करती हैं जो उत्पाद की बुद्चधमत्ता, दिता और सुरिा को बढाते हैं। जहां फैब्स लसललकॉन बनाते 
हैं और ईएमएस फमें उपकरण को असेंबल करती हैं, वहीं  एक सेमीकंडक्टर का आधा से अचधक मूल्य वास्तर्वक 
उत्पादन से नहीं बजल्क डडजाइन और आईपी से आता है। फैबलेस सेमीकंडक्टर डडजाइन मॉडल अपेिाकृत कम 
पंूजीगत खिि से अचधक मूल्य वधिन सजृजत करते हैं, क्योंकक डडजाइन और आईपी उत्पाद के आचििक मूल्य में बेहद 
अचधक योगदान देते हैं। 

मजबूत फैबलेस िमता के बबना, कोई भी देश आयानतत कोर तकनीक पर ही ननभिर रहता है। भल ेही इलेक्रॉननक्स 
का उत्पादन स्िानीय पर ही क्यों न ककया जाता हो। इसललए, एक मजबूत फैबलेस इकोलसस्टम बनाने से भारत 
मूल्य श्ृंखला की सबसे जरूरी परत का माललक बन सकता है, बौद्चधक संपदा को बनाए रख सकता है, आयात में 
कमी ला सकता है, मैन्यूफैक्िररंग को आकर्षित कर सकता है और दीघिकाललक तकनीकी नेतृत्व स्िार्पत कर सकता 
है। 

 

 

.  

 

 



 

िीएलआई योजना 

डडजाइन आधाररत  प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना भारत की एक मजबूत फैबलेस िमता र्वकलसत करन ेकी 
महत्वाकांिा को आगे बढाने का एक अहम जररया है। यह योजना इलेक्रॉननक्स और सूिना प्रौद्योचगकी 
मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सेमीकॉन इंडडया कायिक्रम के तहत लागू 
की गई है ताकक घरेलू स्टाटिअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों 
(एमएसएमई) को र्वत्तीय प्रोत्साहन व डडजाइन संबधंी उन्नत बुननयादी 
ढांिा सुलभ कराकर एक मजबूत, आत्मननभिर चिप डडजाइन इकोलसस्टम 
को बढावा हदया जा सके। 

डीएलआई योजना परूी प्रकक्रया – डडजाइन एवं र्वकास से लेकर उपयोग 
तक - जजसमें इंटीगे्रटेड सककि ट (आईसी), चिपसेट, लसस्टम-ऑन-चिप 
(एसओसी), लसस्टम और आईपी कोर शालमल हैं - में सेमीकंडक्टर डडजाइन को समििन प्रदान करती है। 
इलेक्रॉननक उत्पादों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंटेंट और बौद्चधक संपदा को बढावा देकर, इस योजना का 
उद्देश्य आयात पर ननभिरता को कम करना, आपूनति श्ृंखला को और अचधक सुदृढ करना तिा घरेलू मूल्य 
वधिन को बेहतर बनाना है। 

 

 

 

िीएलआई योजना के तहत पात्रता 

स्टाटध-अप औि एमएसएमई सेमीकंडक्टर उत्पाद के डडजाइन और उपयोग के ललए र्वत्तीय प्रोत्साहन एवं 
डडजाइन से जुडे बुननयादी ढांिा संबंधी समििन पाने के पात्र हैं और अन्य घिेलू कंपतनयां सेमीकंडक्टर 
डडजाइन की उपयोग करने के ललए र्वत्तीय प्रोत्साहन पाने की पात्र हैं। 

• एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की 1 जून 2020 की अचधसूिना के अनुसार 
पररभार्षत 

• स्टाटधअप: उद्योग संवधिन और आंतररक व्यापार र्वभाग (डीपीआईआईटी) के 19 फरवरी 2019 की 
अचधसूिना के अनुसार पररभार्षत। 

• घिेलू कंपतनया:ं इन्हें उन कंपननयों के तौर पर पररभार्षत ककया गया है जो प्रत्यि र्वदेशी ननवेश 
(एफडीआई) नीनत पररपत्र, 2017 या मौजूदा ननयमों के अनुसार, भाित के िहने वाले नागरिकों के 
स्वालमत्व में हैं। 



िीएलआई के तहत ववत्तीय प्रोत्साहन एवं डिजाइन संबंधी अवसंिचना सहायता 

ववत्तीय प्रोत्साहन 

उत्पाद डिजाइन आधारित प्रोत्साहन उपयोग आधारित प्रोत्साहन 

➢ योग्य खिि का 50 प्रनतशत तक की भरपाई। 
➢ भरपाई प्रनत आवेदन 15 करोड रुपये तक 

सीलमत है। 
➢ यह सहायता सेमीकंडक्टर डडजाइन से जुडी 

संस्िाओं के ललए उपलब्ध है: इंटीग्रेटेड सककि ट 
(आईसी) चिपसेट लसस्टम ऑन चिप्स 
(एसओसी) लसस्टम और आईपी कोर 
सेमीकंडक्टर-आधाररत डडजाइन। 

➢ शुद्ध बबक्री कारोबार (टनिओवर) का 6 प्रनतशत 
से 4 प्रनतशत तक का प्रोत्साहन पांि वषि के 
ललए हदया जाता है। 

➢ प्रोत्साहन प्रनत आवेदन 30 करोड रुपये तक 
सीलमत है। 

➢ स्टाटिअप/एमएसएमई के ललए वषि 1-5 में 
न्यूनतम संियी शुद्ध बबक्री 1 करोड रुपये 
और दसूरी घरेलू कंपननयों के ललए 5 करोड 
रुपये होनी आवश्यक है।  

➢ डडजाइन को इलेक्रॉननक उत्पाद में 
सफलतापूविक उपयोग ककया जाना िाहहए। 

 

डिजाइन संबंधी अवसंिचना सहायता  
स्वीकृत कंपननयों को डडजाइन संबंधी अवसंरिना सहायता देने हेतु सी-िैक ने िीएलआई योजना के तहत गचपइन 
सेंटि बनाया है:: 

• नेशनल ईिीए (इलेक्रॉतनक डिजाइन ऑटोमेशन) टूल गग्रि: चिप डडजाइन से जुडी गनतर्वचधयों के ललए 
उन्नत  ईडीए टूल्स की कें द्रीकृत सुर्वधा का ररमोट एक्सेस स्टाटिअप और एमएसएमई को हदया जाएगा। 

• आईपी कोि रिपॉश्जटिी: SoC एसओसी डडजाइन गनतर्वचधयों के ललए आईपी कोर की ररपॉजजटरी तक 
फ्लेजक्सबल एक्सेस। 

• एमपीिब्लल्यू प्रोटोटाइवपगं सहायता: सेमीकंडक्टर फाउंड्री में एमपीडब्ल्यू तरीके से डडजाइन बनाने के ललए 
र्वत्तीय सहायता। 

• सससलकॉन चिण के बाद सत्यापन संबंधी सहायता: बनाए गए एएसआईसी की जांि एवं सत्यापन और 
लसललकॉन बरगं-अप गनतर्वचधयों के ललए र्वत्तीय सहायता। 

 

िीएलआई के कायधक्रम की मुख्य बातें औि प्रमुख उपलश्ब्लधयां  

हदसंबर 2021 में शुभारंभ के बाद से, डडजाइन आधाररत प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना भारत में एक मजबूत 
एवं अपेिाकृत अचधक आत्मननभिर सेमीकंडक्टर डडजाइन इकोलसस्टम बनाने में बहुत मददगार रही है। कंपननयों, 
स्टाटिअप और अकादलमक संस्िानों को र्वत्तीय प्रोत्साहन, उन्नत डडजाइन उपकरणों को सुलभ कराकर और 
प्रोटोटाइर्पगं संबंधी सहायता देकर, यह योजना नवोन्मेषकों को पररकल्पना स ेलेकर असली लसललकॉन चिप 



के स्तर तक आसानी से आगे बढने में मदद करती है। इस इकोलसस्टम-आधाररत दृजष्टकोण को चिप डडजाइन 
के ललए साझा राष्रीय दनुनयादी ढािंा बनाने से मजबूती लमली है। 

इस इंफ्रास्रक्िर का एक मुख्य आधार चिपइन सेंटर है। इस सेंटर ने देश भर में 400 संगठनों के लगभग 
एक लाख इंजीननयरों और र्वद्याचिियों के ललए चिप डडजाइन के उन्नत ईडीए उपकरणों को सुलभ कराया है, 
जजसस ेउपयोगकतािओं के ललए यह एक कें द्रीकृत चिप डडजाइन सुर्वधा का दनुनया का सबसे बडा आधार बन 
गया है। इसमें चिप्स टू स्टाटि-अप (सी2एस) कायिक्रम के तहत लगभग 305 अकादलमक ससं्िानों और 
डीएलआई योजना के तहत 95 स्टाटिअप को सहायता शालमल है, जजसस ेशुरुआती दौर के नवोन्मेषकों के ललए 
प्रवेश संबंधी बाधाएं काफी कम हो गईं हैं। 

इस प्रयास को आगे बढात े
हुए, भारत के साझा ईडीए 
चग्रड - जो उत्कृष्ट चिप 
डडजाइन सॉफ्टवयेर प्रदान 
करन े  वाला एक राष्रीय 
प्लेटफॉमि है - ने 2 जनविी 
2026 तक 95 सहायता प्रदत्त  
स्टाटधअप द्वािा कुल 
54,03,005 घंटे के इस्तेमाल 
का रिकॉिध बनाया है, जो सभी 
राज्यों में स्टाटिअप, एमएसएमई और शोधकतािओं द्वारा इसके मजबूत उपयोग को दशािता है। 

इन सहायक उपायों से घरेलू स्टाटिअप इकोलसस्टम के ललए ठोस नतीजे लमले हैं। डीएलआई योजना के तहत 
सहायता प्राप्त कंपननयों ने खोज से कायािन्वयन की ओर कदम बढाया है, जजसमें दस पेटेंट फाइल ककए गए 
हैं, 16 गचप-डिजाइन टेप-आउट पूिे हुए हैं, और छह सेमीकंिक्टि गचप सफलतापूवधक बनाए गए हैं - जो 
अवधारणा से लसललकॉन तक की हदशा में महत्वपूणि उपलजब्धयां हैं। इसके साि ही, िीएलआई द्वािा सहायता 
प्राप्त परियोजनाओं के जरिए 1,000 से अगधक ववशषेज्ञ इंजीतनयिों को प्रसशक्षण ददया गया है या उन्हें काम 
पर लगाया गया है, जजससे भारत के डडजाइन संबंधी प्रनतभा आधार को मजबूती लमली है। लाभाचिियों न े140 
से अगधक दोबािा उपयोग योग्य सेमीकंिक्टि आईपी कोि भी र्वकलसत ककए हैं, जो उन्नत चिप के र्वकास के 
ललए महत्वपूणि सहायक के रूप में काम करते हैं। 

इन सफलताओं के आधार पर, डीएलआई योजना अब डडजाइन सत्यापन से आगे बढकर उत्पाद बनान ेकी 
हदशा में बदलाव को बढावा दे रही है, ताकक स्टाटि-अप और एमएसएमई वॉल्यूम मैन्यूफैक्िररगं, लसस्टम 
इंटीगे्रशन तिा बाजार में उत्पाद को लॉन्ि करने की ओर बढ सकें । यह बढता हुआ इकोलसस्टम न केवल 



भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर िमताओं को मजबतू कर रहा है, बजल्क देश को वैजश्वक स्तर पर चिप डडजाइन 
और खोज के मामले में एक भरोसेमदं भागीदार के रूप में स्िार्पत भी कर रहा है। 

सेमीकंिक्टि डिजाइन के सलए प्रमुख संस्थागत ढांचे  

भारत का सेमीकंडक्टर इकोलसस्टम एक समजन्वत ससं्िागत ढांिे के जररए मजबूत ककया जा रहा है, जजसमें 
नीनतगत नेततृ्व, ननवेश संबंधी सहायता, िमता र्वकास और स्वदेशी तकनीक का र्वकास शालमल हैं। मुख्य 
कायिक्रम और एजेंलसया ंसमग्र सहायता - चिप डडजाइन एवं मैन्यफैूक्िररगं को बढावा देने स ेलेकर कुशल 
प्रनतभाओं को र्वकलसत करने और ओपन-सोसि माइक्रोप्रोसेसर आककि टेक्िर को बढावा देने तक – प्रदान कर रही 
हैं, जो भारत को एक आत्मननभिर और वैजश्वक स्तर पर प्रनतस्पधी सेमीकंडक्टर डडजाइन इकोलसस्टम की ओर 
आगे बढने में मदद कर रहा है। 

1. इलेक्रॉतनक्स औि सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई): एमईआईटीवाई राष्रीय सेमीकंडक्टर 
पहलों का नेततृ्व करता है, नीनतगत हदशा-ननदेश देता है और योजनाओं को लागू करता है। यह भारत 
के चिप डडजाइन और मैन्यूफैक्िररगं इकोलसस्टम को मजबूत करने हेतु संस्िागत और उद्योग जगत 
के साझेदारी का भी समन्वय करता है। एमईआईटीवाई ने डडजाइन आधाररत योजना (डीएलआई) 
योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर डडजाइन उद्योग में मौजूदा 
कलमयों को दरू करना है। इसका लक्ष्य भारतीय कंपननयों को सेमीकंडक्टर मूल्य श्ृंखला में आगे बढन े
में मदद करना है। 

2. सेमीकॉन इंडिया कायधक्रम (एसआईएम): कुल 76,000 करोड रुपये के खिि के साि, यह कायिक्रम  
सेमीकंडक्टर और डडस्प्ले मैन्यफैूक्िररगं के साि-साि डडजाइन इकोलसस्टम में ननवेश को समििन प्रदान  
करता है। डीएलआई योजना इसी कायिक्रम के तहत काम करती है, जो डडजाइन, फैबरकेशन और प्रोडक्ट 
बनाने के ललए समग्र सहायता सुननजश्ित करती है। सी-डैक, जो एमईआईटीवाई का एक प्रमुख अनुसंधान 
एवं र्वकास संगठन है, नोडल एजेंसी के तौर पर डीएलआई योजना को लागू करन ेके ललए जजम्मेदार 
है। 

3. गचप्स टू स्टाटधअप (सी2एस) प्रोग्राम: सी2एस िमता र्वकास का एक ऐसा समग्र कायिक्रम है, जजसे 
देश भर में फैल ेशैिणणक संगठनों में शुरू ककया गया है ताकक बी.टेक, एम.टेक, और पीएिडी के  
स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप डडजाइन में र्वशेषज्ञता वाले 85 हजार उद्योगों के ललए तैयार जनशजक्त  
तैयार ककया जा सके। 

4. माइक्रोप्रोसेसि ववकास कायधक्रम: सी-डैक, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्ब ेमें शुरू ककए गए 
माइक्रोप्रोसेसर र्वकास कायिक्रम के पररणामस्वरूप, आत्मननभिरता की हदशा में एक कदम के रूप में 
ओपन-सोसि आककि टेक्िर-आधाररत माइक्रोप्रोसेसरों के समूह, जैसे वेगा12, शजक्त13 और अजीत  
माइक्रोप्रोसेसरों का डडजाइन, र्वकास और फैबरकेशन ककया गया है। 



कुल लमलाकर, ये संस्िागत पहल सेमीकंडक्टर से जडेु भारत के सपनों के ललए एक मजबूत नींव डाल रही हैं, 
जजससे स्टाटिअप, एमएसएमई और अकादलमक संस्िान खोज एवं पैमाने की दृजष्ट से आगे बढ सकें । अनुसंधान 
से लेकर उत्पाद के ननमािण तक की प्रकक्रया में कलमयों को समाप्त करके, वे आत्मननभिरता को बढावा दे रही 
हैं, वैजश्वक प्रनतस्पधाि को बढा रही हैं और भारत को वैजश्वक स्तर पर  सेमीकंडक्टर के िेत्र में एक रणनीनतक 
भागीदार के रूप में स्िार्पत कर रही हैं। 

भाित की डिजाइन आधारित प्रोत्साहन (िीएलआई) योजना की सफलता की कहातनयां  
 

डीएलआई योजना के तहत, वीडियो सववधलांस, ड्रोन डिटेक्शन, एनजी मीटरिगं, माइक्रोप्रोसेसि, सैटेलाइट 
कम्यूतनकेशन औि ब्रॉिबैंि एवं आईओटी एसओसी जसैे क्षेत्रों में 24 गचप-डिजाइन परियोजनाएं मंजूि की गईं 
हैं। इसके अलावा, 95 कंपतनयों को इंिस्री-गे्रि ईिीए टूल्स का एक्सेस समला है, जजससे भारतीय चिप डडजाइन 
स्टाटिअप के ललए डडजाइन और अवसंरिना संबंधी  लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। लाभाचिियों में से, 
ननम्नललणखत कंपननयां इस बात की उत्कृष्ट उदाहरण हैं कक डीएलआई योजना ककस प्रकार र्वश्वस्तरीय 
सेमीकंडक्टर नवािार को बढावा दे रही है: 

• ववेसेमी माइक्रोइलेक्रॉतनक्स, जजसके पास 110 से अगधक सेमीकंिक्टि आईपी, 25 इंटीगे्रटेि सर्कध ट 
(आईसी) प्रोिक्ट वेरिएटं, 10 पेटेंट औि 5 रेि सीके्रट का मजबूत पोटधफोसलयो है, पंखे, कूलर, लमक्सर 
ग्राइंडर, एयर कंडीशनर, वॉलशगं मशीन और ड्रोन जसैे उपभोक्ता सामानों के साि-साि ई-स्कूटर और 
ई-ररक्शा जैसे स्विालन संबधंी अनुप्रयोग सहहत कई तरह के अनपु्रयोगों के ललए मोटर-कंरोल चिप 
र्वकलसत कर रहा है। ये चिप बीएलडीसी मोटरों की एक अनोखी श्ेणी को सहायता प्रदान करते हैं। 
ववेसेमी ने दो चिप के ललए पायलट-लॉट सैंपललगं पूरी कर ली है, तीसरी चिप इस साल के आणखर में 
फाउंड्री से आने की उम्मीद है और इसके कई वैजश्वक ग्राहक पहले से ही मौजूदा चिप का इस्तेमाल 
करके उत्पाद र्वकास के कायि में संलग्न हैं। 

• इनकोि सेमीकंिक्टसध स्वदेशी आरआईएससी-V माइक्रोप्रोसेसर आईपी और एसओसी डडजाइन ऑटोमेशन 
टूल्स के डडजाइन एवं र्वकास पर फोकस कर रहा है, जजसका अंनतम लक्ष्य भारत का सबसे शजक्तशाली 
एम्बेडेड प्रोसेसर, डोलोमाइट बनाना है, जो प्रवेश स्तर के स्माटिफोन और एज-एआई एप्लीकेशन के 
ललए है। इनकोर के प्रोसेसर आईपी कोर का पोटिफोललयो कई कस्टमर चिप में लसललकॉन-प्रमाणणत है, 
जजन्हें 180 एनएम से 16 एनएम तक के तकनीकी नोड्स पर बनाया गया है और इसका उद्देश्य 
भारत की आयानतत सीपीयू आईपी पर ननभिरता को कम करना है और साि ही रणनीनतक एव ं
व्यावसानयक अनुप्रयोगों को सिम बनाना है। 

• नेत्रासेमी सीसीटीवी सुिक्षक्षत तनगिानी, स्माटध सेंसि, िोबोदटक्स एवं ड्रोन, औि आवागमन संबंधी 
अनुप्रयोगों के सलए एआई-आधारित एसओसी डिजाइन किने पर फोकस कर रही है। कंपनी ने उन्नत 



12 एनएम प्रोसेस नोड में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डडजाइन ककया गया एआई एसओसी 
सफलतापूविक टेप आउट ककया है, जजसमें इन-हाउस एआई/एमएल एक्सेलेरेटर, र्वजन प्रोसेलसगं और 
वीडडयो इंजन इंटीगे्रट ककए गए हैं। नेत्रासेमी को र्कसी भी भाितीय सेमीकंिक्टि कंपनी को समलन े
वाली अब तक सबसे बडी तनजी वेंचि कैवपटल फंडिगं भी हाससल हुई है और अगले वषि लो-एंड से 
लेकर हाई-कॉम्प्लेजक्सटी सर्विलांस एसओसी तक के कई डिजाइन टेप-आउट की कताि लगी हुई है। 

• अहीसा डिश्जटल इनोवेशन्स  र्वहान का र्वकास कर रही है, जो एक स्वदेशी फाइबर-रॉडबैंड समाधान 
है जजसका उपयोग घरों और व्यवसाय को हाई-स्पीड फाइबर नेटवकि  से जोडने के ललए ककया जाता है। 
ववहान एक स्वदेशी वेगा प्रोसेसि-आधारित गीगाबबट पैससव ऑश्प्टकल नेटवकध  (जीपीओएन) ऑश्प्टकल 
नेटवकध  टसमधनल (ओएनटी) औि नेटवकध  एसओसी के इदधगगदध बनाया गया है, जो फाइबर टलमिनेशन, 
डेटा प्रोसेलसगं और नेटवकि  मनैेजमेंट फंक्शन को एक लसगंल चिप में एकीकृत करता है। यह भरोसेमदं, 
सुरक्षित और ककफायती रॉडबैंड कनेजक्टर्वटी देता है। वे 2026 में ग्राहक अन्वषेण के ललए रेफरेंस 
प्लेटफॉमि पेश करने की राह पर हैं। 

• आज्ञाववजन, उन्नत ििाि-ऑन-गचप डिजाइन कि िहा है जो सभी मौसम में भरोसेमंद तरीके से काम 
करते हैं, जजससे सुरिा, सरंिा, स्माटि अवसंरिना, एज कंप्यूहटंग और उभरते 6जी सेंसर नेटवकि  के 
साि-साि ड्रोन डडटेक्शन जैसे महत्वपूणि अनुप्रयोगों के मामले में प्रगनत हो रही है। 

सफलता की ये कहाननयां दशािती हैं कक डीएलआई योजना ककस प्रकार स्वदेशी चिप डडजाइन िमताओं को 
लसललकॉन-प्रमाणणत, बाजार के ललए तैयार उत्पाद में बदल रही है। उन्नत डडजाइन, प्रोटोटाइर्पगं और 
व्यवसायीकरण  को समििन प्रदान करके, यह योजना भारत की तकनीकी आत्मननभिरता और वैजश्वक 
सेमीकंडक्टर डडजाइन इकोलसस्टम में उसकी जस्िनत को मजबूत कर रही है। 

तनष्कषध 

डडजाइन आधाररत प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना भारत को वैजश्वक सेमीकंडक्टर मूल्य श्ृंखला के सबसे 
रणनीनतक एवं मूल्य आधाररत खंड - चिप डडजाइन के िेत्र में स्िार्पत करने की दृजष्ट से बेहद अहम है। 
आयानतत सेमीकंडक्टर आईपी एवं चिप पर ननभिरता कम करके, भू-राजनैनतक एवं आपूनति-श्ृंखला सबंंधी  
व्यवधानों के णखलाफ मजबूती बढाकर, और रिा, दरूसंिार, एआई और आवागमन के ललए जरूरी तकनीक 
तक पक्की पहंुि सुननजश्ित करके, डीएलआई रणनीनतक स्वायत्तता और लंबे समय तक आचििक र्वकास की 
नींव रखता है। यह योजना डीप-टेक नवािार को वैजश्वक स्तर पर प्रनतस्पधी उत्पादों में बदलकर, स्टाटिअप 
एवं एमएसएमई को बढावा देकर और एक अत्यचधक कुशल इंजीननयररगं श्मशजक्त तैयार करके उच्िस्तरीय  
र्वकास को भी संभव बनाती है। 

नतीजे पहले से ही साफ हदख रहे हैं। डीएलआई द्वारा सहायता प्राप्त कंपननयों ने कई चिप टेप-आउट, 
लसललकॉन-प्रमाणणत डडजाइन, पेटेंट, दोबरा उपयोग योग्य आईपी, प्रलशक्षित प्रनतभाएं औ कामकाज के ललए 



तैयार डडजाइन अवसरंिना हालसल की हैं, जो जमीनी स्तर पर ठोस असर हदखा रहे हैं। जैस ेही यह इकोलसस्टम 
उत्पाद बनाने के िरण में आ रहा है, लसललकॉन-सत्यार्पत डडजाइन बडे पैमाने पर मैन्यफैूक्िररगं, लसस्टम 
इंटीगे्रशन और माकेट में लॉन्ि होने की हदशा में बढ रहे हैं। इससे भारतीय कंपननयां भरोसेमदं वैजश्वक 
आपूनतिकताि के तौर पर अपनी जगह बना रही हैं। साि ही, घरेलू आपूनति श्ृंखला सुदृढ हो रही हैं और भारत 
का आत्मननभिर सेमीकंडक्टर इकोलसस्टम भी मजबूत हो रहा है। 

संदभध  

पत्र सूचना कायाधलय  
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150464&reg=3&lang=2 

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2159727&reg=3&lang=2 

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202899&reg=3&lang=2 

 

इलेक्रॉतनक्स औि आईटी मंत्रालय 

• https://chips-dli.gov.in/DLI/Faq 

• https://ism.gov.in/about-semiconindia 

• https://www.meity.gov.in/static/uploads/2024/12/10fcadec462c330211502fed3d24ea83.pdf 

 
लोकसभा  
• https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2989604/1/lsd_18_IV_02-04-2025.pdf 
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